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Informació general de l'assignatura

Denominació INTEGRACIÓ DE SISTEMES III

Codi 102132

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
i Automàtica

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació TRESANCHEZ RIBES, MARCEL

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Comunicació oral: Segons convingui (Català, Castellà o Anglès). 
Material i recursos: Anglès. 
Activitats a presentar: Anglès.

Distribució de crèdits Part teòrica: 1 crèdit 
Ensenyament amb instrumentació: 2 crèdits 
Pràctiques de estudiant: 3 crèdits

INTEGRACIÓ DE SISTEMES III 2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

TRESANCHEZ RIBES, MARCEL marcel.tresanchez@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura forma part del mòdul optatiu Integració de Sistemes del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial
i Automàtica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Es desenvolupa un Projecte Conjunt juntament amb altres assignatures del mòdul d'Integració de Sistemes:

INTEGRACIÓ DE SISTEMES II *
INTEGRACIÓ DE SISTEMES III *

(*) Aquestes dues assignatures s'han de matricular simultàniament ja que treballen un projecte comú. L'única excepció
és si algunes d'elles ja està aprovada. 

Cada assignatura es centra en els aspectes que li corresponen del desenvolupament del projecte. En el cas d'aquesta
assignatura, en el disseny, la fabricació i l'assemblatge de l'electrònica per a sistemes encastats. L'objectiu d'aquest
Projecte Conjunt és portar els estudiants al que seria un projecte del món real del desenvolupament de sistemes
electrònics integrats i, al mateix temps, portar en un context pràctic i real aspectes estudiats en assignatures prèvies.

És OBLIGATORI haver o estar cursant les asignatures previes d'aquest mòdul optatiu, Integració de Sistemes I i II.

És OBLIGATORI que els estudiants portin els següents equips de protecció individual (EPI) a les pràctiques docents.

Bata laboratori blava UdL unisex
Ulleres de protecció
Guants de protecció mecànica

Poden adquirir-se a través de la botiga de la UdL:

Carrer de Jaume II, 67 baixos
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera 

http://www.publicacions.udl.cat/

L’ús d’altres equips de protecció (per exemple taps auditius, mascaretes respiratòries, guants de risc químic o
elèctric, etc.) dependrà del tipus de pràctica a realitzar. En aquest cas, el personal docent responsable informarà en
cada una de les pràctiques si és necessari la utilització d’EPI’s específics.

No portar els EPI’s descrits o no complir les normes de seguretat generals que es detallen a sota comporta que
l’estudiant no pugui accedir als laboratoris o hagi de sortir del mateixos. La no realització de les pràctiques docents
per aquest motiu comporta les conseqüències en l’avaluació de l’assignatura que es descriuen en aquesta guia
docent.

NORMES GENERALS  DE SEGURETAT EN LES PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Mantenir el lloc de realització de les pràctiques net i ordenat. La taula de treball ha de quedar lliure de motxilles,
carpetes, abrics...
En el laboratori no es pot anar amb pantalons curts ni  faldilles curtes.
Portar calçat tancat i cobert  durant la realització de les pràctiques.
Portar el cabell llarg sempre recollit.
Mantenir les bates cordades per protegir enfront d’esquitxades i vessaments de substàncies químiques.
No portar polseres, penjolls o mànigues amples que puguin ser atrapats pels equips, muntatges...
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Evitar portar lents de contacte, ja que l'efecte dels productes químics és molt més gran si s'introdueixen entre
la lent de contacte i la còrnia. Es pot adquirir un cobre-ulleres de protecció.
No  menjar ni beure dins el laboratori.
Està prohibit fumar dins dels laboratoris.
Rentar-se les mans sempre que es tingui contacte amb algun producte químic i abans de sortir del laboratori.
Seguir les instruccions del professor i dels tècnics de laboratori i consultar qualsevol dubte sobre seguretat.

Per a major informació es pot consultar el manual d’acollida del Servei de Prevenció de Riscos

Laborals de la UdL que es troba a: http://www.sprl.udl.cat/alumnes/index.html

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer els avantatges de la tecnologia de muntatge en superfície (SMT) i les seves capacitats.

Conèixer els diferents dispositius de muntatge en superfície (SMD), les seves principals construccions, encapsulats i
tipus d'embalatges.

Adquirir coneixements per poder dissenyar, fabricar i muntar circuits electrònics basats en tecnologia SMT.

Dominar el disseny de plaques de circuits impresos (PCB) mitjançant un entorn CAD i CAM.

Aprendre diferents tècniques de soldadura amb procediments de neteja, prova, reflux i reelaboració.

Experimentar amb l’assemblatge prototips de PCB dins del rang mitjà d'automatització.

Adquirir coneixements per a dissenyar solucions integrades amb treball simultani ECAD i MCAD.

 

Competències

Competències de la titulació

UdL2. Domini d'una llengua estrangera.

UdL3. Domini de les TIC.

Competències transversals

EPS4. Posseir habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors o millorar la seva formació amb
un cert grau d'autonomia.

EPS9. Capacitat de treball en equip, tant unidisciplinar com a multidisciplinar.

Competències específiques

GEEIA21. Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i microprocessadors.

GEEIA25. Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemes.

GEEIA27. Coneixements de principis i aplicacions dels sistemes robotitzats.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Disseny, fabricació i assemblatge de circuits impresos

1.1. Plaques de Circuit Imprès (PCB)

1.2. Introducció al SMT

1.3. Disseny de PCB

1.4. Software EDA

1.5. Flux de treball E-CAD M-CAD

1.6. Fabricació de PCB

1.7. Assemblatge de components SMD

 

2. Projecte conjunt: desenvolupament d'un dispositiu electrònic avançat

2.1. Disseny de l'electrònica digital i de potència

2.2. Disseny de la placa de circuit imprès SMD

2.3. Programació lògica amb perifèrics avançats

2.4. Fabricació, assemblatge i posta en marxa

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura esta orientada en el treball pràctic continu en el desenvolupament de circuits electrònics per a sistemes
encastats.

L'assignatura es desenvolupa en tres tipus de sessions presencials:

Sessions de teoria (aula): Conceptes teòrics preliminars durant les dues primeres setmanes.
Sessions de formació experimental (laboratori d'electrònica): Adquirir coneixements experimentant amb
exemples pràctics i el suport del professor.
Sessions de pràctiques (laboratori d'electrònica): Realització d’activitats avaluables per part de l’estudiant, tant
activitats individuals com el projecte conjunt.

En les sessions de treball en grup, s'utilitza la metodologia d'aprenentatge basat en projectes. Així, els alumnes porten
a la pràctica les tècniques plantejades en l'assignatura en el marc d'un projecte comú a les dues
assignatures optatives d'integració de sistemes del segon quadrimestre de quart curs.

Les eines utilitzades en el treball pràctic de disseny, fabricació i muntatge de plaques de circuits impresos (PCB)
seran Autodesk CAD/CAM Eagle i Autodesk Fusion 360.

S'utilitzaran màquines de soldadura SMD semiautomatitzades per dur a terme les necessitats de fabricació i muntatge
de dispositius electrònics durant el desenvolupament del projecte conjunt.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Metodologia Contingut
Activitats
Projecte
Conjunt

Activitats
individuals HTP (3) HTNP (3)

1, 2 Classes magistrals Tema 1.1, 1.2   6 2

2 Classes experimentals Tema 1.2   2 3

3 Classes experimentals Tema 1.3 WP1  2 8

3 Pràctiques laboratori Tema 1.3-1.4 WP1 Practical Task 1 2 3

4 Classes experimentals Tema 1.4 WP1  2 2

4 Pràctiques laboratori Tema 1.4 WP3  2 6

5 Classes experimentals Tema 1.5 WP3  2 8

5 Pràctiques laboratori Tema 1.5 WP3 Practical Task 2 2 4

6 Pràctiques laboratori Tema 2 WP3  4 8

7, 8 Classes experimentals Tema 1.6 WP3  6 6

8 Pràctiques laboratori Tema 1.7 WP4  2 6

9 Dubtes pràctiques(1) Tema 2   2 4

10 Pràctiques laboratori Tema 2 WP4  4 4

11 Pràctiques laboratori Tema 2 WP4  4 4

12, 13 Pràctiques laboratori Tot WP6  8 14

14 Pràctiques laboratori Tot WP7  4 8

15 Presentació del projecte Tot Tot  4 0

16, 17 Dubtes pràctiques(1) Tot   2 0

18 Tutories Tot   0 0

19 Prova de recuperació: Avaluació Tot   0 0

    TOTAL 60 90

(1) Setmanes d’exàmens. Com que no hi han proves escrites es dediquen a classes de dubtes de pràctiques.
(2) HTP    = Hores de Treball Presencial
(3) HTNP = Hores de Treball No Presencial

 

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà de forma continuada i es basarà en l'avaluació ponderada dels informes de les les
activitats dutes a terme durant el curs.

Les activitats avaluatives les conformen dues activitats pràctiques individuals (20%) i un projecte conjunt (80%)
distribuït en set paquets de treball (WPx). Cada paquet de treball té un pes específic en l'avaluació de cada una de les
assignatures involucrades, Integració de Sistemes II (SI2) i Integració de Sistemes III (SI3).
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Els paquets de treball a realitzar del Projecte Conjunt (JP) són els següents:

Project Work Packages (WPx) SI2 Rate SI3 Rate Minimum mark Group activity Mandatory

WP1: Device proposal. 15% 15% NO 2 to 3 YES

WP2. Proof of concept. 40% 0% 5 2 to 3 YES

WP3. Electronics design of the initial prototype. 0% 35% 5 2 to 3 YES

WP4: Manufacture and assembly of the prototype. 0% 15% NO 2 to 3 YES

WP5. Initial prototype firmware. 20% 0% NO 2 to 3 YES

WP6: Device test and refinements. 5% 15% NO 2 to 3 YES

WP7: Product presentation and demonstration. 20% 20% 5 2 to 3 YES

Les activitats pràctiques individuals (PT) a realitzar són les següents:

Practical Tasks (PTx) SI2 Rate SI3 Rate Minimum mark Group activity Mandatory

PT1: Design electronic parts with 3D model. 0% 50% 5 NO YES

PT2: PCB Power bank design. 0% 50% 5 NO YES

La qualificació del curs (NC) serà calculada de la següent manera:

NC = JP*0.8 + PT*0.2

En cas que l'avaluació continuada sigui inferior a 5.0 hi haurà l'opció de realitzar un examen de recuperació (NR). En
aquest cas, la nota final (NF) será:

NF = NR*0.8 + NC*0.2

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

- Ray P. Prasad (1997) Surface Mount Technology: Principles and Practice. Springer. ISBN: 978-1-4615-4084-7.

- Carmen Capillo (1989) Surface Mount Technology: Materials, Processes and Equipment. McGraw-Hill. ISBN-13:
978-0070097810.

- William Ho (2010) Optimal Production Planning for PCB Assembly. Springer Series in Advanced Manufacturing.
ISBN: 978-1-84628-500-4.

- Simon Monk (2014) Make Your Own PCBs with EAGLE: from Schematic Designs to Finished Boards. McGraw-
Hill. ISBN-13: 9780071819251.

- Bruce Archambeault (2002) PCB Design for Real-world EMI Control. Springer. ISBN: 978-1-4757-3640-3.

- PCB Design & Schematic Autodesk EAGLE Software
http://www.autodesk.com/products/eagle

- STM32 MCU evaluation tools from STMicroelectronics
https://www.st.com/en/evaluation-tools/mcu-mpu-eval-tools.html
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